
Diseño y Simulación ElectrónicaDiseño y Simulación Electrónica

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALESESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALESESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALESESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES

Pasos a seguir ante la realización de una placaPasos a seguir ante la realización de una placa
•• Seleccionar las características de la mismaSeleccionar las características de la misma
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•• Seleccionar las características de la mismaSeleccionar las características de la misma
Tamaño, capas, colores, grosores, espacio entre elementos, estrategias de ruteo y colocación, etc.Tamaño, capas, colores, grosores, espacio entre elementos, estrategias de ruteo y colocación, etc.

•• Colocación de los componentes (Autoemplazamiento)Colocación de los componentes (Autoemplazamiento)
Ruteado de las pistas (Autoruter)Ruteado de las pistas (Autoruter)
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 D •• Ruteado de las pistas (Autoruter)Ruteado de las pistas (Autoruter)

AutoemplazamientoAutoemplazamiento

I NI N •• Colocación automáticaColocación automática
•• Métodos interactivosMétodos interactivos

AutorouterAutorouter
•• Basado en la rejillaBasado en la rejilla

Tecnología SweepTecnología Sweep
Tecnología ShoveTecnología Shove
Métodos interactivosMétodos interactivos

•• Sin rejilla. Algoritmo basado en siluetas Sin rejilla. Algoritmo basado en siluetas (SmartRoute)(SmartRoute)
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Flujo del diseño de una placa de circuito impresoFlujo del diseño de una placa de circuito impreso
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Back annotationBack annotation A hi G bA hi G b G áfi GERBERG áfi GERBER

EDIFEDIF
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C A P T U R EC A P T U R E

Back annotationBack annotation

Forward annotationForward annotation

Archivos GerberArchivos Gerber Gráficos GERBERGráficos GERBER
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Librería de Librería de 
símbolossímbolos

GerbToolGerbTool Herramientas GerberHerramientas Gerber
L A Y O U TL A Y O U T
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DXF a MAXDXF a MAX VisualVisual
CADDCADD

FicherosFicheros
AutoCADAutoCAD

MAX a DXFMAX a DXFVisual CADDVisual CADD
Pro/EngineerPro/Engineer

DYDY

Librería de Librería de 
f t i tf t i t

CADDCADD AutoCADAutoCADgg

footprintsfootprints
DocumentosDocumentos

de Salidade Salida
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Seleccionar las características de la mismaSeleccionar las características de la misma
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Los pasos a seguir, para un trabajo meticuloso con nuestra placa, son los siguientes:Los pasos a seguir, para un trabajo meticuloso con nuestra placa, son los siguientes:
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•• Units of measurement.Units of measurement. Unidades de medida (Layout no es un programa de dibujo, los componentes tienen medidas).Unidades de medida (Layout no es un programa de dibujo, los componentes tienen medidas).
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•• System grids.System grids. Tamaño de la rejilla (Los elementos de la placa se deben colocar alineados, lineal o radialmente).Tamaño de la rejilla (Los elementos de la placa se deben colocar alineados, lineal o radialmente).

•• Board outline.Board outline. Tamaño de la placa (Se utilizará para el autoemplazamiento de los componentes).Tamaño de la placa (Se utilizará para el autoemplazamiento de los componentes).
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s a •• Mounting holes.Mounting holes. Antes o después, la placa se sujetará de alguna forma a algún lugar.Antes o después, la placa se sujetará de alguna forma a algún lugar.

•• Layer stack. Layer stack. El programa trabajará en dos capas simultáneas del total que posee.El programa trabajará en dos capas simultáneas del total que posee.

DYDY

•• Global spacing.Global spacing. El espaciado entre los elementos de la placa (pistas, vías y pads, etc.).El espaciado entre los elementos de la placa (pistas, vías y pads, etc.).

•• Define padstacks y vias.Define padstacks y vias. Definir el tamaño de los pines/pads y vías de paso de capa.Definir el tamaño de los pines/pads y vías de paso de capa.
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Unidades de medida y plantillas de trabajoUnidades de medida y plantillas de trabajo

Al l l l i d b h fij l l till d t b j El tAl l l l i d b h fij l l till d t b j El t
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Al comenzar a cargar la placa, lo primero que debemos hacer es fijar la plantilla de trabajo. El programa trae por Al comenzar a cargar la placa, lo primero que debemos hacer es fijar la plantilla de trabajo. El programa trae por 
defecto la DEFAULT.TCH, pero esta opción no es válida, ya que nuestras unidades de medida no son las imperiales defecto la DEFAULT.TCH, pero esta opción no es válida, ya que nuestras unidades de medida no son las imperiales 
(pulgadas). Por tanto la plantilla que deberemos seleccionar será la (pulgadas). Por tanto la plantilla que deberemos seleccionar será la METRIC.TCHMETRIC.TCH..

Existen dos tipos de plantillas las de tecnología y las de placaExisten dos tipos de plantillas las de tecnología y las de placa

 re
ali

za
ció

n 
de

 
 re

ali
za

ció
n 

de
 Existen dos tipos de plantillas, las de tecnología y las de placa.Existen dos tipos de plantillas, las de tecnología y las de placa.

•• Tecnología (*.TCH).Tecnología (*.TCH). Fija las características estándar y de fabricación.Fija las características estándar y de fabricación.
•• Placa (*.TPL).Placa (*.TPL). Contiene los objetos físicos de la placa, como tamaños de placa, agujeros de montaje, etc.Contiene los objetos físicos de la placa, como tamaños de placa, agujeros de montaje, etc.

La plantilla de placa contiene a la plantilla de tecnología.La plantilla de placa contiene a la plantilla de tecnología.
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Niveles de complejidad de fabricación:Niveles de complejidad de fabricación: Cambios en la información al cargar una plantilla TCH:Cambios en la información al cargar una plantilla TCH:

Plantillas de Tecnología (*.TCH)Plantillas de Tecnología (*.TCH)
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s a •• Level A Level A (general design complexity; preferred manufacturing). Permite el (general design complexity; preferred manufacturing). Permite el 

paso de una pista entre patillas de circuito integrado.paso de una pista entre patillas de circuito integrado.

•• Level B Level B (moderate design complexity; standard manufacturing). Permite dos (moderate design complexity; standard manufacturing). Permite dos 
pistas entre patillas de circuito integrado.pistas entre patillas de circuito integrado.

Información que se cambia:Información que se cambia:
•• Placement strategyPlacement strategy
•• Routing strategyRouting strategy
•• Number of defined layers, layer names, layer properties, etc.Number of defined layers, layer names, layer properties, etc.
•• GridsGrids

P d t kP d t kDYDY

1BET_ANY.TCH1BET_ANY.TCH
2BET SMT TCH2BET SMT TCH

JUMP6035.TCHJUMP6035.TCH
JUMP6238 TCHJUMP6238 TCH

•• Level C Level C (high design complexity; reduced easy of manufacturing) Esta (high design complexity; reduced easy of manufacturing) Esta 
tecnología permite hasta tres pistas entre patillas de circuito integrado.tecnología permite hasta tres pistas entre patillas de circuito integrado.

•• PadstacksPadstacks

Esta información se mantiene:Esta información se mantiene:
•• ColorsColors
•• PackagesPackages
•• SymbolsSymbols
•• ComponentsComponents2BET_SMT.TCH2BET_SMT.TCH

2BET_THR.TCH2BET_THR.TCH
386LIB.TCH386LIB.TCH
3BET_ANY.TCH3BET_ANY.TCH
CADSTAR.TCHCADSTAR.TCH
CERAMIC.TCHCERAMIC.TCH
DEFAULT.TCHDEFAULT.TCH

JUMP6238.TCHJUMP6238.TCH
MCM.TCHMCM.TCH
METRIC.TCHMETRIC.TCH
PADS.TCHPADS.TCH
PCAD.TCHPCAD.TCH
PROTEL.TCHPROTEL.TCH
TANGO.TCHTANGO.TCH

•• ComponentsComponents
•• NetsNets
•• ConnectionsConnections
•• ObstaclesObstacles
•• TextText
•• Everything elseEverything else
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HYBRID.TCHHYBRID.TCH
JUMP5535.TCHJUMP5535.TCH

TUTOR.TCHTUTOR.TCH

Based on Level A, a standard DIP IC pin has 62-mil pads and 38-mil drills. Routing and via grids 
are 25 mils, the placement grid is 100 mils, and route spacing is 12 mils.



Rejilla de medidas del programaRejilla de medidas del programa
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Puntos de rejilla visibles en la pantalla.Puntos de rejilla visibles en la pantalla.
Unidades de trabajoUnidades de trabajo
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 Puntos de rejilla visibles en la pantalla.Puntos de rejilla visibles en la pantalla.

Rejilla de dibujo para líneas y textoRejilla de dibujo para líneas y texto
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a Rejilla de dibujo para líneas y texto.Rejilla de dibujo para líneas y texto.

La colocación de los componentes se La colocación de los componentes se 
realizará a esta medidarealizará a esta medida
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realizará a esta medida.realizará a esta medida.

El ruteo de pistas, manual o automático, El ruteo de pistas, manual o automático, 
utilizará este salto.utilizará este salto.

DYDY

Esta rejilla es la especial para la Esta rejilla es la especial para la 
colocación de vías en la placa.colocación de vías en la placa.

Paso de C.I. =Paso de C.I. = 2.54mm2.54mm
½ paso de C.I. =½ paso de C.I. = 1.27mm1.27mm
¼ de paso de C.I. =¼ de paso de C.I. = 0.635mm0.635mm
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Tamaño de la placa de circuito impresoTamaño de la placa de circuito impreso

Para comenzar a trabajar con una PCB y de cara a utilizar una gran variedad de herramientas/utilidades que poseePara comenzar a trabajar con una PCB y de cara a utilizar una gran variedad de herramientas/utilidades que posee
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Para comenzar a trabajar con una PCB y de cara a utilizar una gran variedad de herramientas/utilidades que posee Para comenzar a trabajar con una PCB y de cara a utilizar una gran variedad de herramientas/utilidades que posee 
el programa, es muy recomendable fijar antes que otra cosa, el tamaño que tendrá nuestra placa terminada.el programa, es muy recomendable fijar antes que otra cosa, el tamaño que tendrá nuestra placa terminada.

Si el tamaño no se conoce con exactitud, fije uno a priori. Siempre estará en disposición de modificarlo Si el tamaño no se conoce con exactitud, fije uno a priori. Siempre estará en disposición de modificarlo 
posteriormente.posteriormente.
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Este espacio deberá fijarse en la capa Este espacio deberá fijarse en la capa Global LayerGlobal Layer y con el tipo de obstáculo y con el tipo de obstáculo Board OutlineBoard Outline..

ComponentesComponentes
cargados en Layoutcargados en LayoutTamaño de la placaTamaño de la placa
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a cargados en Layoutcargados en LayoutTamaño de la placaTamaño de la placa
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DYDY
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Taladros para montaje/sujeción de la placaTaladros para montaje/sujeción de la placa

Habiendo seleccionado la herramienta “Component Tool” colocar un componente nuevo De la librería “Layout LLB”Habiendo seleccionado la herramienta “Component Tool” colocar un componente nuevo De la librería “Layout LLB”
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Habiendo seleccionado la herramienta Component Tool  colocar un componente nuevo. De la librería Layout.LLB , Habiendo seleccionado la herramienta Component Tool  colocar un componente nuevo. De la librería Layout.LLB , 
seleccionar uno de los tres agujeros que posee la librería (MTHOLE1, MTHOLE2 y MTHOLE3).seleccionar uno de los tres agujeros que posee la librería (MTHOLE1, MTHOLE2 y MTHOLE3).

Después hay que definir este agujero como “NonDespués hay que definir este agujero como “Non--Electric”, para que el programa lo considere como un “agujero Electric”, para que el programa lo considere como un “agujero 
pasante” entre todas las capas y no como un pad especial.pasante” entre todas las capas y no como un pad especial.
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Seleccionar las capas de trabajoSeleccionar las capas de trabajo

El programa posee 28 capas de trabajo No todas son de cobre para rutear Algunas son de Anotaciones MáscaraEl programa posee 28 capas de trabajo No todas son de cobre para rutear Algunas son de Anotaciones Máscara
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El programa posee 28 capas de trabajo. No todas son de cobre para rutear. Algunas son de Anotaciones, Máscara El programa posee 28 capas de trabajo. No todas son de cobre para rutear. Algunas son de Anotaciones, Máscara 
para soldadura o de Pasta de soldar, Serigrafía, Ensamblaje, Taladrado, etc.para soldadura o de Pasta de soldar, Serigrafía, Ensamblaje, Taladrado, etc.

De estas capas sólo maneja al tiempo dos de ellas, la de trabajo y la “espejo” (cuando se trabaja a doble cara).De estas capas sólo maneja al tiempo dos de ellas, la de trabajo y la “espejo” (cuando se trabaja a doble cara).
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Planos de MasaPlanos de Masa
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12 Capas internas12 Capas internas

Planos de MasaPlanos de Masa
y Alimentacióny Alimentación
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Solder MaskSolder Mask

para ruteo de pistaspara ruteo de pistas

DYDY Solder MaskSolder Mask

Solder PasteSolder Paste

Silk ScreenSilk Screen RuteableRuteable
No ruteableNo ruteable

AssemblyAssembly
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Espaciado entre elementos de la placaEspaciado entre elementos de la placa

P l t bl d d fi i l i í i t d á t l dif t l tP l t bl d d fi i l i í i t d á t l dif t l t
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Para las capas ruteables, se pueden definir los espacios mínimos que se mantendrán entre los diferentes elementos Para las capas ruteables, se pueden definir los espacios mínimos que se mantendrán entre los diferentes elementos 
que dispone el programa (pista, vía y pad).que dispone el programa (pista, vía y pad).

Las unidades corresponderán con las fijadas en el “System Settings”.Las unidades corresponderán con las fijadas en el “System Settings”.
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Pads y Vías que se utilizarán en la placaPads y Vías que se utilizarán en la placa

El programa dispone de siete Pad’s y doce Vías para utilizar en los componentesEl programa dispone de siete Pad’s y doce Vías para utilizar en los componentes
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El programa dispone de siete Pad s y doce Vías para utilizar en los componentes.El programa dispone de siete Pad s y doce Vías para utilizar en los componentes.

Si no estamos de acuerdo con estos valores, se pueden realizar otros que consideremos  más adecuados a Si no estamos de acuerdo con estos valores, se pueden realizar otros que consideremos  más adecuados a 
nuestras herramientas de trabajo o gustos personales.nuestras herramientas de trabajo o gustos personales.
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s a T1: T1: Round IC padsRound IC pads

T2: T2: Square IC padsSquare IC pads
T3: T3: Round discrete padsRound discrete pads
T4: T4: Square discrete padsSquare discrete pads
T5:T5: Round connector padsRound connector padsDYDY T5: T5: Round connector padsRound connector pads
T6: T6: Square connector padsSquare connector pads
T7: T7: Via SMT stringer padsVia SMT stringer pads

Características de entrada y Características de entrada y 
salida de las pistas con salida de las pistas con 
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Estrategias de colocación de componentesEstrategias de colocación de componentes

E i t d ti d fi h d t t i L t l d l i t ( i PL “Pl t”)E i t d ti d fi h d t t i L t l d l i t ( i PL “Pl t”)
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PLBEST SFPLBEST SF

Existen dos tipos de ficheros de estrategias en Layout, los de emplazamiento (comienzan por PL “Placement”), y Existen dos tipos de ficheros de estrategias en Layout, los de emplazamiento (comienzan por PL “Placement”), y 
los de ruteado. Ambos poseen extensión *.SF.los de ruteado. Ambos poseen extensión *.SF.
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au PLBEST.SFPLBEST.SF

Mejores resultados en la mayoría de las placas. El tiempo de finalización es mayor que Mejores resultados en la mayoría de las placas. El tiempo de finalización es mayor que 
con la estrategia PLSTD, sobre todo con placas complejas.con la estrategia PLSTD, sobre todo con placas complejas.

m
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to

: 
m
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to
: PLCLUST.SFPLCLUST.SF

Crea y coloca las agrupaciones de componentes (cluster) de forma automática.Crea y coloca las agrupaciones de componentes (cluster) de forma automática.

PLFAST SFPLFAST SF

DY
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m PLFAST.SFPLFAST.SF

Para diseños simples, coloca los componentes rápidamente. No es adecuada para Para diseños simples, coloca los componentes rápidamente. No es adecuada para 
diseños complejos y con varios buses de conexión. Se puede utilizar para hacer un diseños complejos y con varios buses de conexión. Se puede utilizar para hacer un 
esbozo de colocación de componentes (THT o tipo SMD).esbozo de colocación de componentes (THT o tipo SMD).

DD

PLFINISH.SFPLFINISH.SF
Utiliza una mezcla de dos estrategias. Primero utiliza PLCLUST y posteriormente Utiliza una mezcla de dos estrategias. Primero utiliza PLCLUST y posteriormente 
PLBEST.PLBEST.

PLSTD.SFPLSTD.SF
Estrategia genérica (Estándar). No es una estrategia que se realice rápidamente, pero Estrategia genérica (Estándar). No es una estrategia que se realice rápidamente, pero 
es útil para la mayoría de las placas. No realiza intercambio de pines ni puertas.es útil para la mayoría de las placas. No realiza intercambio de pines ni puertas.
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Estrategias de colocación de componentes y IIEstrategias de colocación de componentes y II

Pasada 0Pasada 0
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Pasada 0Pasada 0
Realiza una colocación por proximidad. Esta “Pasada 0” utiliza un número mínimo de iteraciones Realiza una colocación por proximidad. Esta “Pasada 0” utiliza un número mínimo de iteraciones 
(repetición del algoritmo) y de intentos diferentes de colocación de componentes.(repetición del algoritmo) y de intentos diferentes de colocación de componentes.

Pasada 1Pasada 1
Realiza la asignación de clústeres y los componentes que no están fijados y los sitúa de acuerdo a Realiza la asignación de clústeres y los componentes que no están fijados y los sitúa de acuerdo a 
las conexiones que posee estén agrupados o nolas conexiones que posee estén agrupados o no

 C
ol

oc
ac

ió
n 

au
 C

ol
oc

ac
ió

n 
au las conexiones que posee, estén agrupados o no.las conexiones que posee, estén agrupados o no.

Pasada 2Pasada 2
Realiza una colocación de clústeres. Esta colocación está basada en la conectividad entre Realiza una colocación de clústeres. Esta colocación está basada en la conectividad entre 
clústeres, su posición relativa o los componentes fijos de la placa.clústeres, su posición relativa o los componentes fijos de la placa.

Pasada 3Pasada 3

m
pl

az
am

ien
to

: 
m

pl
az

am
ien

to
: Pasada 3Pasada 3

Realiza una colocación por proximidad, utiliza una gran cantidad de iteraciones e intentos. Este Realiza una colocación por proximidad, utiliza una gran cantidad de iteraciones e intentos. Este 
proceso se realiza con bastante precisión.proceso se realiza con bastante precisión.

Pasada 4Pasada 4
Realiza intercambio de componentes con sus vecinos para conseguir una mejora en el ruteo y Realiza intercambio de componentes con sus vecinos para conseguir una mejora en el ruteo y 
reducir las conexiones y los cruces de pistasreducir las conexiones y los cruces de pistas

DY
SE

 · 
 A

ut
oe

m
DY

SE
 · 

 A
ut

oe
m reducir las conexiones y los cruces de pistas.reducir las conexiones y los cruces de pistas.

Pasada 5Pasada 5
Ajusta los componentes para evitar los solapamientos entre los mismos.Ajusta los componentes para evitar los solapamientos entre los mismos.

DD
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Colocación de componentes de forma manualColocación de componentes de forma manual
ra

ct
ivo

s
ra

ct
ivo

s

Ocultando rutas y conexionesOcultando rutas y conexiones
Si ocultamos todas las nets es más fácil observar cuáles son las conexiones de cada componente hacia los demás. Y así poder cSi ocultamos todas las nets es más fácil observar cuáles son las conexiones de cada componente hacia los demás. Y así poder coloolocarle carle 
en el lugar más adecuado. Además, conforme vallamos moviendo los componentes de lugar, se nos mostrarán las posibles conexionen el lugar más adecuado. Además, conforme vallamos moviendo los componentes de lugar, se nos mostrarán las posibles conexiones es a a 
otros componentes más cercanos.otros componentes más cercanos.

: M
ét

od
os

 in
te

r
: M

ét
od

os
 in

te
r

“Empujando” componentes (Shove)“Empujando” componentes (Shove)
Con esta opción, el nuevo componente a situar “desplaza” al existente “dejándole hueco”.Con esta opción, el nuevo componente a situar “desplaza” al existente “dejándole hueco”.

Ajustando componentesAjustando componentes

em
pl

az
am

ien
to

em
pl

az
am

ien
to De esta forma se “alinean” los componentes en base a su conectividad, mejorando las conexiones existentes. Se deben de seleccDe esta forma se “alinean” los componentes en base a su conectividad, mejorando las conexiones existentes. Se deben de seleccionionar ar 

previamnete los coponentes a ajustar (Adjust), y éstos deben estar próximos.previamnete los coponentes a ajustar (Adjust), y éstos deben estar próximos.

Colocando componentes utilizando “clúster”Colocando componentes utilizando “clúster”
Para situar mover componentes etc Puede resultar más cómodo agrupar los componentes en clústeres Esta opción es útil paraPara situar mover componentes etc Puede resultar más cómodo agrupar los componentes en clústeres Esta opción es útil para plplacasacas

DY
SE

 · 
 A

ut
oe

DY
SE

 · 
 A

ut
oe Para situar, mover componentes, etc. Puede resultar más cómodo agrupar los componentes en clústeres. Esta opción es útil paraPara situar, mover componentes, etc. Puede resultar más cómodo agrupar los componentes en clústeres. Esta opción es útil para plplacas acas 

muy complejas o “subcircuitos” típicos de una placa (Osciladores, fuentes de Vcc, etc.). Los componentes que formarán el clúsmuy complejas o “subcircuitos” típicos de una placa (Osciladores, fuentes de Vcc, etc.). Los componentes que formarán el clústerter, los , los 
seleccionamos nosotros (Make) y se les asigna un nombre/código.seleccionamos nosotros (Make) y se les asigna un nombre/código.

Deshaciendo los clústeresDeshaciendo los clústeres
El lú t d l ió t i d l i t (B k) i f t l i ió / t íEl lú t d l ió t i d l i t (B k) i f t l i ió / t í titi ddEl clúster creado con la opción anterior se puede romper en cualquier momento (Break), sin que afecte a la posición/caracteríEl clúster creado con la opción anterior se puede romper en cualquier momento (Break), sin que afecte a la posición/característisticas de cas de 
cada componente de forma individual.cada componente de forma individual.

Colocando clústeres de componentes utilizando “Quick Place”Colocando clústeres de componentes utilizando “Quick Place”
Una vez que estén marcados los clústeres, con la opción “Quick Place” se sitúan de la mejor manera posible, a efectos de espaUna vez que estén marcados los clústeres, con la opción “Quick Place” se sitúan de la mejor manera posible, a efectos de espaciocio, , 
capacidad de ruteo, etc.capacidad de ruteo, etc.

Utilizando la colocación circularUtilizando la colocación circular
Dependiendo de las formas físicas de las PCB’s que utilicemos, se pueden distribuir los componentes de forma circular. Esta oDependiendo de las formas físicas de las PCB’s que utilicemos, se pueden distribuir los componentes de forma circular. Esta opcipción no se ón no se 
utiliza con asiduidad. Debemos elegir el componente, radio, número de veces de repetición, etc.utiliza con asiduidad. Debemos elegir el componente, radio, número de veces de repetición, etc.
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Si todo está preparado y configurado…Si todo está preparado y configurado…
a a

ut
om

át
ica

a a
ut

om
át

ica

Componentes colocados Componentes colocados 
automáticamenteautomáticamente

ali
za

do
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e f
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m
ali

za
do

 d
e f
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m automáticamenteautomáticamente

az
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ien
to

: R
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to

: R
ea

E 
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S

DY
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El resultado no siempre es satisfactorio ni garantiza que la placa se pueda rutear al 100%El resultado no siempre es satisfactorio ni garantiza que la placa se pueda rutear al 100%
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Técnicas para un ruteado más eficienteTécnicas para un ruteado más eficiente
lala

• Cargar el archivo de estrategias de ruteado adecuado a la placa que estemos utilizando.

sa
do

 en
 la

 re
jil

sa
do

 en
 la

 re
jil • En placas con componentes THT (Through Hole Technology = Agujero pasante), y placas con 

componentes SMD (Sourface Mount Devices), rutear las alimentaciones primero.

R t l i t íti i ( l t d ió t t )

  A
ut

or
ut

er
: B

as
  A

ut
or

ut
er

: B
as • Rutear las pistas críticas primero (regletas de conexión, conectores, etc.).

• Utilizar el autoruteo de la placa.

DY
SE

 · 
DY

SE
 · 

• Mejorar el autoruteo con métodos interactivos (Shove, Edit segment, Autopath, etc.)

• Comprobar que lo ruteado es correcto (no falta ninguna pista y mantienen los espacios adecuados)• Comprobar que lo ruteado es correcto (no falta ninguna pista y mantienen los espacios adecuados).

• Optimiza el ruteado usando los comandos del programa.

Departamento de Tecnología Electrónica  Departamento de Tecnología Electrónica  -- I.T.I. Electrónica Industrial  I.T.I. Electrónica Industrial  -- 126212003 Diseño y Simulación Electrónica126212003 Diseño y Simulación Electrónica

1515



Fichero de estrategias de ruteado y su ajuste (Sweep)Fichero de estrategias de ruteado y su ajuste (Sweep)

D di d d l ti d l tili d b l i l ti d t t i d dD di d d l ti d l tili d b l i l ti d t t i d d

lala

2__SMD_H.SF2__SMD_H.SF
2__SMD_V.SF2__SMD_V.SF
2__THR_H.SF2__THR_H.SF
2__THR_V.SF2__THR_V.SF

8__SM1_H.SF8__SM1_H.SF
8__SM1_V.SF8__SM1_V.SF
8__SM2_H.SF8__SM2_H.SF
8__SM2_V.SF8__SM2_V.SF

Dependiendo del tipo de placa que utilicemos, deberemos seleccionar el tipo de estrategia adecuado.Dependiendo del tipo de placa que utilicemos, deberemos seleccionar el tipo de estrategia adecuado.

sa
do

 en
 la

 re
jil

sa
do

 en
 la

 re
jil 386LIB.SF386LIB.SF

4__SM1_H.SF4__SM1_H.SF
4__SM1_V.SF4__SM1_V.SF
4__SM2_H.SF4__SM2_H.SF
4__SM2_V.SF4__SM2_V.SF
4 THR H SF4 THR H SF

8__THR_H.SF8__THR_H.SF
8__THR_V.SF8__THR_V.SF
FAST_H.SFFAST_H.SF
FAST_V.SFFAST_V.SF
JUMPER_H.SFJUMPER_H.SF
JUMPER V SFJUMPER V SF

Los ficheros de estrategias están basados en cuatro tipos de datos:Los ficheros de estrategias están basados en cuatro tipos de datos:

•• Parámetros de barrido (sweeps)Parámetros de barrido (sweeps)

  A
ut

or
ut

er
: B

as
  A

ut
or

ut
er

: B
as 4__THR_H.SF4__THR_H.SF

4__THR_V.SF4__THR_V.SF
6__SM1_H.SF6__SM1_H.SF
6__SM1_V.SF6__SM1_V.SF
6__SM2_H.SF6__SM2_H.SF
6__SM2_V.SF6__SM2_V.SF
6 THR H SF6 THR H SF

JUMPER_V.SFJUMPER_V.SF
REROUT_H.SFREROUT_H.SF
REROUT_V.SFREROUT_V.SF
STD.SFSTD.SF
VIARED_H.SFVIARED_H.SF
VIARED_V.SFVIARED_V.SF

Parámetros de barrido (sweeps)Parámetros de barrido (sweeps)
•• Parámetros de pasadas (pass)Parámetros de pasadas (pass)
•• Parámetros de capas (layer)Parámetros de capas (layer)
•• Parámetros de espacio (spacing).Parámetros de espacio (spacing). Visto con anterioridadVisto con anterioridad

DY
SE

 · 
DY

SE
 · 6__THR_H.SF6__THR_H.SF

6__THR_V.SF6__THR_V.SF

2, 4, 6, y 8 Son las capas de ruteo2, 4, 6, y 8 Son las capas de ruteo
H = Horizontal, V = VerticalH = Horizontal, V = Vertical
TRH = Agujero pasanteTRH = Agujero pasante
SMD M t j fi i lSMD M t j fi i lSMD = Montaje superficialSMD = Montaje superficial
SM1 = SMD una caraSM1 = SMD una cara
SM2 = SMD doble caraSM2 = SMD doble cara

7 Tipos de barridos7 Tipos de barridos
Tamaño de la Tamaño de la 
caja del  DRCcaja del  DRC

SolapamientoSolapamiento
de la caja DRCde la caja DRC

Departamento de Tecnología Electrónica  Departamento de Tecnología Electrónica  -- I.T.I. Electrónica Industrial  I.T.I. Electrónica Industrial  -- 126212003 Diseño y Simulación Electrónica126212003 Diseño y Simulación Electrónica

1616

Dirección prevista de las pistas Dirección prevista de las pistas 
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Fichero de estrategias de ruteado y su ajuste II (Sweep)Fichero de estrategias de ruteado y su ajuste II (Sweep)
lala

sa
do

 en
 la

 re
jil

sa
do

 en
 la

 re
jil

  A
ut

or
ut

er
: B

as
  A

ut
or

ut
er

: B
as

DY
SE

 · 
DY

SE
 · 
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Fichero de estrategias de ruteado y su ajuste y III (Sweep)Fichero de estrategias de ruteado y su ajuste y III (Sweep)
lala

Sweep 0 (Win/Comp)Sweep 0 (Win/Comp)
Este barrido se utiliza para una ventana simple o para el ruteo de un componente individual. Esto afectará a las herramientasEste barrido se utiliza para una ventana simple o para el ruteo de un componente individual. Esto afectará a las herramientas dede
ruteo interactivo.ruteo interactivo.

S 1 (P li i R )S 1 (P li i R )

sa
do

 en
 la

 re
jil

sa
do

 en
 la

 re
jil Sweep 1 (Preliminary Route)Sweep 1 (Preliminary Route)

Este barrido es más efectivo para el ruteo de componentes en memoria y pistas que pueden resolverse con patrones simples.Este barrido es más efectivo para el ruteo de componentes en memoria y pistas que pueden resolverse con patrones simples.

Sweep 2 (Maze Route)Sweep 2 (Maze Route)
f (Sf (S

  A
ut

or
ut

er
: B

as
  A

ut
or

ut
er

: B
as Durante el barrido Maze, el programa intenta el ruteo con diferentes caminos. Este ruteo utiliza diversas opciones (Shove, RiDurante el barrido Maze, el programa intenta el ruteo con diferentes caminos. Este ruteo utiliza diversas opciones (Shove, Rip ap and nd 

Reruote, etc.). Cuando finaliza de rutear cada ventana al 100%, pasa a la siguiente.Reruote, etc.). Cuando finaliza de rutear cada ventana al 100%, pasa a la siguiente.

Sweeps 3, 4, and 5 (Next 1, Next 2, and Next 3)Sweeps 3, 4, and 5 (Next 1, Next 2, and Next 3)
Estos barridos se tili an c ando la placa está finali ada al 93% o ma or dejando las pistas más complicadas para el seg ndoEstos barridos se tili an c ando la placa está finali ada al 93% o ma or dejando las pistas más complicadas para el seg ndo

DY
SE

 · 
DY

SE
 · Estos barridos se utilizan cuando la placa está finalizada al 93% o mayor, dejando las pistas más complicadas para el segundoEstos barridos se utilizan cuando la placa está finalizada al 93% o mayor, dejando las pistas más complicadas para el segundo y y 

tercer ruteo. Si no se ha completado la placa al 100%, se puede repetir este paso de nuevo.tercer ruteo. Si no se ha completado la placa al 100%, se puede repetir este paso de nuevo.

Sweep 6 (Special Options)Sweep 6 (Special Options)
Esta pasada tiene tres propósitos diferentes realizar un ruteo rápido para determinar las posibilidades de ruteo reducir elEsta pasada tiene tres propósitos diferentes realizar un ruteo rápido para determinar las posibilidades de ruteo reducir el núnúmeromeroEsta pasada tiene tres propósitos diferentes, realizar un ruteo rápido para determinar las posibilidades de ruteo, reducir elEsta pasada tiene tres propósitos diferentes, realizar un ruteo rápido para determinar las posibilidades de ruteo, reducir el núnúmero mero 
de vías en la placa, y suavizar y estilizar las esquinas de las pistas.de vías en la placa, y suavizar y estilizar las esquinas de las pistas.
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Ficheros de estrategias de ruteado y su ajuste (Route Pass)Ficheros de estrategias de ruteado y su ajuste (Route Pass)
lala

sa
do

 en
 la

 re
jil

sa
do

 en
 la

 re
jil

  A
ut

or
ut

er
: B

as
  A

ut
or

ut
er

: B
as

DY
SE

 · 
DY

SE
 · 
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Tipos de pasadas (Route pass)Tipos de pasadas (Route pass)
lala

HeuristicsHeuristics
Intento de rutear las conexiones utilizando patrón de cable simple definido por el router.Intento de rutear las conexiones utilizando patrón de cable simple definido por el router.

FanoutFanout

sa
do

 en
 la

 re
jil

sa
do

 en
 la

 re
jil Rutea la mayoría de los pads de componentes SMD utilizando vías. Si no puede hacerlo se Rutea la mayoría de los pads de componentes SMD utilizando vías. Si no puede hacerlo se 

desplazará del pad y lo intentará de nuevo.desplazará del pad y lo intentará de nuevo.

MazeMaze
á f f ó í (á f f ó í (

  A
ut

or
ut

er
: B

as
  A

ut
or

ut
er

: B
as Ruteo más efectivo, intentando diferentes caminos y reducción de vías (estrategias Ruteo más efectivo, intentando diferentes caminos y reducción de vías (estrategias 

VIARED_H o VIARED_V).VIARED_H o VIARED_V).

Auto DFM (Automatically Design for Manufacturer)Auto DFM (Automatically Design for Manufacturer)
Intenta j ntar las pistas limpiar la placa Normalmente este proceso se reali a de formaIntenta j ntar las pistas limpiar la placa Normalmente este proceso se reali a de forma

DY
SE

 · 
DY

SE
 · Intenta juntar las pistas y limpiar la placa. Normalmente este proceso se realiza de forma Intenta juntar las pistas y limpiar la placa. Normalmente este proceso se realiza de forma 

automática.automática.

Auto CDE (Automatically Clear Design Errors)Auto CDE (Automatically Clear Design Errors)
Intenta eliminar las pistas incompletas de la placa para que en el próximo ruteo no quedenIntenta eliminar las pistas incompletas de la placa para que en el próximo ruteo no quedenIntenta eliminar las pistas incompletas de la placa, para que en el próximo ruteo no queden Intenta eliminar las pistas incompletas de la placa, para que en el próximo ruteo no queden 
pistas a medias y “engañen” al router.pistas a medias y “engañen” al router.
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Parámetros de capas (Layers)Parámetros de capas (Layers)
lala

sa
do

 en
 la

 re
jil

sa
do

 en
 la

 re
jil

  A
ut
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er
: B

as
  A
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er

: B
as

DY
SE

 · 
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 · 

Capa preferida para el ruteo (Sólo rutea por dos capas a la vez)Capa preferida para el ruteo (Sólo rutea por dos capas a la vez)

Dirección inicial (HorizontalDirección inicial (Horizontal Vertical)Vertical)Dirección inicial (HorizontalDirección inicial (Horizontal--Vertical)Vertical)

¿Puede conectarse a otra pista por cualquier punto, o debe ser entre pin¿Puede conectarse a otra pista por cualquier punto, o debe ser entre pin--pin?pin?
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Todavía quedan cosas por configurarTodavía quedan cosas por configurar
or

ou
te

r
or

ou
te

r
DY

SE
 · 
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ut

o
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 · 

 A
ut

o
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A pesar de todo, puede que no funcione a la primeraA pesar de todo, puede que no funcione a la primera
 P

ar
a f

in
ali

za
r
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ar
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r
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Ruteo OK (100%)Ruteo OK (100%)


